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Obowigzuje od roku akademickiego 2020/2021

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow MECHANIKA | BUDOWA MASZYN
Poziom ksztatcenia | stopien
Profil studiow ogolnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | studia stacjonarne

Zakres
zmowe

komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-
teméw Laserowych

Koordynator przedmiotu Dr hab. inz. Wlodzimierz Zowczak, prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow

przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu

obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr

semestr 4

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE)

NIE

Liczba punktéw ECTS

2

Forma

prowadzenia zajeé wyktad ¢wiczenia

laboratorium projekt

seminarium

Liczba godzin
w semestrze 15

15




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Wo1 Ma W|'edze na te_me'\t urzgdzen laserowych stosowanych MiBM W08
w obrébce materiatow -
Wiedza W02 Ma wiedze na temat zagrozen zwigzanych z obrébkg MiBM_W04
laserowg
W03 Ma wiedze na temat stosowanych metod obrébki lase- MiBM_W10,
rowej MiBM1 W20
UoL Potrafi dobra'c para’mefcry technolloglczne dla podstawo- MiBM1_UO8
Umiejetnosci wych proceséw obrobki laserowej .
uo2 Potrafi zabezpieczy¢ sie przed zagrozeniami stwarza- MiBM1_U17
nymi przez stosowanie laseréw
Kompetencje KO1 Ma swiadomosé mozllqug:l energooszczednej produkciji MIBM1_K02
spotfeczne stwarzanych przez techniki laserowe

TRESCI PROGRAMOWE

Forma Tresci programowe
zajec”
1. Podstawy fizyczne generacji promieniowania laserowego, budowa rezonatora,
uwagi historyczne
2. Opis wigzki promieniowania laserowego, parametry wigzki, modowos¢
3. Wiasciwosci zrédet promieniowania laserowego stosowanych w przemysle.
4. Systemy do obrobki laserowej — optyka, manipulatory, zabezpieczenia, systemy
wyktad sterowania

5. Ciecie laserowe: metody, zakres zastosowan, parametry, ciecie réznych materia-
tow, jakos¢ ciecia.

. Laserowe drgzenie otwordéw (osiowe i trepanacyjne), inne technologie ubytkowe.
. Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem laserow.

laboratorium

NO O, WNERE|INO

. Zapoznanie sie z laboratorium. Zasady BHP

. Badanie wigzki promieniowania lasera CO,

. Badanie wigzki promieniowania lasera Nd:YAG
. Wptyw parametréw obrébki na przebieg i wyniki procesu ciecia laserowego |

. Wptyw parametréw obrébki na przebieg i wyniki procesu ciecia laserowego Il
. Wptyw parametréw obrébki na przebieg i wyniki procesu drgzenia laserowego
. Zaliczenie sprawozdan, kolokwium poprawkowe

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia (zaznaczyc )

efektu Egzamin

ustny

Egzamin

pisemny Inne

Kolokwium Projekt Sprawozdanie

wo1

w02

w03

uo1

uoz2

K01




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo_rrr]? Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. . Uzyskanie minimum 50 % trafnych odpowiedzi z kolokwium
wyktad zaliczenie z oceng X
sprawdzajgcego
laboratorium | zaliczenie z oceng Zaliczenie sprawozdanh i kolokwiéw sprawdzajgcych

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nost-
ka
w C L P
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw h
15 15
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 34 h
" | akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 1,4 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h
6. Liczba punktéw E(_:TS, _ktorq student uzyskuje 0.6 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 32 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
8. Ny 1,3 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 50 h
10 Punkty ECTS za modut 2
" | 1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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